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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

)\ CARTES IMPRIMEES ET CARTES IMPRIMEES EQUIPEES -
6 . CONCEPTION ET UTILISATION -

\Qartie 5-1: Considérations sur les liaisons pistes-soudures —

O/ Prescriptions génériques
Q
¢

AVANT-PROPOS
1) La CEl (Commission%otechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée

de I'ensemble des comfte ctrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEIl a pour objet de
favoriser la coopération\int€rpationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'électricité et de I'électroniglie. YA cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée 3 omités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Le&an'@ations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation
Internationale de Normalisation (I wlon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
d

2) Les décisions ou accords officiels a CEl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible un accord international su sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d es.

3) Les documents produits se présentent so forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniquess %techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'unification internationale Comités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de

facon transparente, dans toute la mesure possible, fles N‘ormes internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre I'}rme de la CEIl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs da

derniére.
5) La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marqu mme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme e de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments*de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits an es. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 61188-5-1 a été établie pac; omité d'études 91 de la CEIl:

Techniques d'assemblage des composants électroniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants: /‘

FDIS Rapport de vote ; pe

91/292/FDIS 91/318/RVD

=

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute informatio;@ le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme. :

Les annexes A et B sont données uniquement a titre d'information. L

$

Cette publication a été rédigée selon les directives ISO/CEI, Partie 3.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

. DESIGN AND USE -

)\S PRINTED BOARDS AND PRINTED BOARD ASSEMBLIES -

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7
\p Part 5-1: Attachment (land/joint) considerations —

O/ Generic requirements
o,
Q

Q FOREWORD

The IEC (International’Elg€trotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotec committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international cooperation@ questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition t r activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical com egs; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory @hork. |nternational, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in th?eparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in mance with conditions determined by agreement between the two
organizations.

The formal decisions or agreements e IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on r nt subjects since each technical committee has representation from

all interested National Committees.
The documents produced have the form 0@ endations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, techn%eports or guides and they are accepted by the National

Committees in that sense. Q

In order to promote international unification, IE tional Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent ?ime in their national and regional standards. Any
divergence between the |IEC Standard and the corr ing national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

The IEC provides no marking procedure to indicate its a al and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its stand o

Attention is drawn to the possibility that some of the elements o International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identi ny or all such patent rights.

International Standard IEC 61188-5-1 has been prepar IEC technical committee 91:
Electronics assembly technology.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting ;/x

91/292/FDIS 91/318/RVD

e

Full information on the voting for the approval of this standard can be foun‘é the report on

voting indicated in the above table.

2

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annexes A and B are for information only. L

$
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La CEI 61188-5 comporte les parties suivantes sous le titre général Cartes imprimées et cartes
imprimées équipées — Conception et utilisation — Partie 5: Considérations sur les liaisons

?soudures:
I 88-5-1, Prescriptions génériques

CEl )88-5-2, Composants discrets

CEI 61 5-3, Composants a pattes bilatérales en aile de mouette

CEI 61188 omposants a pattes «J» bilatérales

CEI 60188- omposants a pattes quadrilatérales en aile de mouette
CEIl 61188-5-6, posants a pattes «J» quadrilatérales

CEI 61188-5-7, @osants (DIP) a broches bilatérales

Le comité a décidé contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2004. A cette
date, la publication ser,

+ reconduite; @

* supprimée; O

« remplacée par une éditioh révjsée, ou

« amendée. 0
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IEC 61188-5 consists of the following parts, under the general title Printed boards and printed
board assemblies — Design and use — Part 5: Attachment (land/joint) considerations:

IE 188-5-1, Generic requirements

IE 8§-5-2, Discrete components

IEC -5-3, Components with gull-wing leads, on two sides

IEC 6@

IEC 6118 ¢ Components with gull-wing leads, on four sides

8-5-4, Components with J leads, on two sides

IEC 61188-5 omponents with J leads, on four sides
IEC 61188-5-7,(Camponents with post (DIP) leads, on two sides

until 2004. At this d e publication will be
- reconfirmed; @

« withdrawn;

« replaced by a revised e M or

« amended. 0

The committee ;;ecided that the contents of this publication will remain unchanged
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CARTES IMPRIMEES ET CARTES IMPRIMEES EQUIPEES —
CONCEPTION ET UTILISATION —

)\ Partie 5-1: Considérations sur les liaisons pistes-soudures —
6/ Prescriptions génériques

o«

1 Domam@ pplication et objet

La présente partl la CEl 61188 donne des informations sur les géométries des zones de
report utilisées p fixation en surface des composants électroniques. Son intention est
d'indiquer la taille, la#ffobme et la tolérance appropriées des zones de report de montage en
surface afin de gara ne surface suffisante pour le filet de soudure et de permettre
également les mspectlo essa|s et les reprises de ces soudures.

2 Referencesnormatlvé N

Les documents de référence &ants sont indispensables pour I'application du présent
document. Pour les références daté seule I'édition citée s'applique. Pour les références non
datées, la derniére édition du d P@ent de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60097, Systémes de grille pour circui s rimeés

CEIl 60194, Conception, fabrication et as@&ge des cartes imprimées — Termes et
définitions (disponible en anglais seulement)

CEIl 61188-1-1, Cartes imprimées et cartes mprm%eqmpees — Conception et utilisation —
Partie 1-1: Prescriptions génériques — Considérations concernant la planéité d’ensembles
électroniques

CEl 61191-1, Ensembles de cartes imprimées — Partle 1 ification générique — Exigences
relatives aux ensembles électriques et électroniques brasgs utilisant les techniques de
montage en surface et associées

CEl 61191-2, Ensembles de cartes imprimées — Partie 2: S@ication intermédiaire —
Exigences relatives a lI'assemblage par brasage pour montage en su

CEl 61192-1, Assemblages électroniques brasés — Partie 1: Exigences@ives a la qualité
d’exécution — Généralités 1)

CEl 61192-2, Assemblages électroniques brasés — Partie 2: Exigences rela\ﬁga la qualité
d’exécution — Montage en surface 1)

CEI 61760-1, Technique du montage en surface — Partie 1: Méthode de normaIiSfQ our la
spécification des composants montés en surface (CMS)

CEIl 62326 (toutes les parties), Cartes imprimées \9

1) A publier.
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PRINTED BOARDS AND PRINTED BOARD ASSEMBLIES -
DESIGN AND USE -

Generic requirements

)\s Part 5-1: Attachment (land/joint) considerations —
7

00’
Scope Qébject

This part of IEC

attachment of ele
provide the appropri
sufficient area for th
rework of those solder j

8 provides information on land pattern geometries used for the surface
ic components. The intent of the information presented herein is to
ize shape and tolerance of surface-mount land patterns to insure

priate solder fillet, and also to allow for inspection, testing, and

2 Normative reference

The following referenced docum&ﬁs are indispensable for the application of this document. For
dated references, only the edition @ applies. For undated references, the latest edition of
the referenced document (including any asendments) applies.

IEC 60097, Grid systems for printed circu,

o

IEC 60194, Printed board design, manufacture, assembly — Terms and definitions

IEC 61188-1-1, Printed boards and printed boa@ semblies — Design and use — Part 1-1:
Generic requirements — Flatness considerations for%ronic assemblies

soldered electrical and electronic assemblies usin e mount and related assembly

IEC 61191-1, Printed board assemblies — Part 1: Gep€Pic specification — Requirements for
technologies

IEC 61191-2, Printed board assemblies — Part 2: Sectional ;@'fication — Requirements for
surface mount soldered assemblies /,

IEC 61192-1, Soldered electronic assemblies — Part 1: Workmansh%&irements — General 1)

IEC 61192-2, Soldered electronic assemblies — Part 2: Workmanship g ents — Surface
mounted assemblies )

IEC 61760-1, Surface mounting technology — Part 1: Standard method for t ecification of
surface mounting components (SMDs)

IEC 62326 (all parts), Printed boards @:

1) To be published.





